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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Mehrfach-Substrat sowie Verfahren zu seiner Herstellung 

@ Die Erfindung bezieht sich auf ein Mehrfach-Substrat mit 
einer Keramikschicht, die wenigstens zwei aneinander an- 
schlieEende und einstuckig miteinander verbundene Nuten 
bildet, welche jeweils an wenigstens einer Oberflachenseite 
der Keramikschicht mit wenigstens einer Metallisierung cder 
IWetatlflache versehen sind, sowie auf ein neuartiges Verfah- 
ren zu seiner Herstellung. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Mehrfach-Substrat 
gemaB Oberbegriff Patentanspruch 1 sowie auf ein Ver- 
fahren zum Herstellen eines solchen Mehrfach-Substra- 
tes. 

Bekannt smd Keramik-Metall-Substrate und dabei 
insbesondere auch ICeramik-Kupfer-Substrate. Diese 
Substrate werden zum Herstellen von elektrischen 
Schaltkreisen, insbesondere Leistungsschaltkreisen ver- 
wendet 

Im einfachsten Fall weisen derartige Substrate eine 
Keramikschicht auf, die an beiden Oberflachenseiten 
jeweils mit einer Metallisierung versehen ist, von denen 
z. B. die Metallisierung an der Oberseite der Keramik- 
schicht beispielsweise unter Anwendung einer Atztech- 
nik derart strukturiert wird, dafl diese Metallisierung 
dann die fur den Schaltkreis erforderlichen Leiterbah- 
nea Kontaktflachen usw. bildet 

Fur eine rationelle Fertigung von elektrischen Schalt- 
kreisen ist as auch bekannt, die Herstellung solcher 
Schaltkreise im Mehrfachnutzen vorzunehmen, d h. ins- 
besondere die Strukturierung von Metallflachen zur Er- 
zielung der notwendigen Leiterbahnen. Kontaktflachen 
usw., aber auch die Bestuckung mit den elektrischen 
Bauelementen erfolgen an einem Mehrfachnutzen, der 
dann nach der Fertigstellung der Strukturierung, vor- 
zugsweise aber nach der Bestuckung in einzelnen 
Schaltkreis-Substrate beziehungsweise in die einzelnen 
Schaltkreise getrennt wird. 

Soli diese Technik fiir eine rationelle Fertigung von 
Metall-Keramik-Substraten fiir elektrische Schaltkreise 
Oder von unter Verwendung derartiger Substrate her- 
gestellten elektrischen Schaltkreisen verwendet wer- 
den. so ist ein Mehrfachmetall-Keramik-Substrat erfor- 
derlich, welches an einer einzigen Keramikschicht meh- 
rere Nutzen bildeL An diesen ist die Keramikschicht an 
wenigstens einer Oberflachenseite mit einer Metallisie- 
rung versehen, wobei die Metallisierungen an aneinan- 
der angrenzenden Nutzen selbstverstandlich nicht mit- 
einander verbundea sondern zumindest am Obergang 
zwischen benachbarten Nutzen voneinander getrennt 
sind. 

Da die Keramikschicht eines derartigen Mehrfach- 
Substrates reiativ groBflachig ist und an keiner Oberfla- 
chenseite dieser Keramikschicht eine durchgehende 
Metallisierung oder Metallschicht vorgesehen ist, kann 
ein unerwiinschtes Brechen der Keramikschicht bei- 
spielsweise wahrend der Strukturierung der Metallfla- 
chen zur Erzielung der notwendigen Leiterbahnen, 
Kontaktflachen usw. oder bei anderen Behandlungsver- 
fahren selbst bei einem sorgfaltigen Handling nicht mit 
Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Mehrfach-Substrat 
aufzuzeigen, welches diese Nachteile vermeidet und bei 
dem trotz einer Vielzahl von auf einer gemeinsamen 
Keramikschicht gebildeten Nutzen mit jeweils von Nut- 
zen zu Nutzen getrennten Metallisierungen die Gefahr 
eines unerwiinschten Brechens der Keramikschicht 
bzw. des Mehrfach-Substrates wirksam verhindert ist 

Zur Losung dieser Aufgabe ist ein Mehrfach-Substrat 
entsprechend dem kennzeichnenden Teil des Patentan- 
spruches 1 ausgebildet. 

Ein bevorzugtes Verfahren zum Herstellen des Mehr- 
fach-Substrates ist Gegenstand des kennzeichnenden 
Teils des Patentanspruches 18. 

Bei der Erfmdung werden die zwischen den Nutzen 
verlaufenden SoUbruchlinien bzw. deren Verlangerun- 
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gen durch die wenigstens eine zusatzliche Metallflache 
uberbruckt, so daB Biegekrafte, die zu einem uner- 
wiinschten Brechen des Mehrfachsubstrates wahrend 
einer Behandlung fiihren konnten, zumindest teilweise 
5 von dieser zusatzlichen Metallflache aufgenommen 
werden imd dadurch ein Brechen des Mehrfach-Sub- 
strates wirksam verhindert ist Selbst wenn es zu einem 
Bruch kommen sollte, wird durch die zusatzliche Metall- 
flache (duktile Metallschicht) das Mehrfach-Substrat 

10 maBhaltig zusanmiengehalten. Bevorzugt sind an bei- 
den Oberflachenseiten der Keramikschicht an dem we- 
nigstens einen Randbereich derartige zusatzliche Me- 
tallflachen vorgesehen. 
Bei einer Vielzahl von Nutzen sind diese in mehreren, 

15 in einer ersten Achsrichtung gegeneinander versetzten 
Reihen an der Keramikschicht gebildet, wobei jede Rei- 
he mehrere aneinanderanschlieBende Nutzen aufweist 
In diesem Fall ist dann an wenigstens zwei rechtwinklig 
aneinanderanschlieBenden und auBerhalb der Nutzen 

20 liegenden Randbereichen jeweils eine zusatzliche Me- 
tallflache vorgesehen. Jeder Randbereich schlieBt iiber 
eine auBere Sollbruchlinie an benachbarte Nutzen an. 
Die zusatzliche Metallflache an jedem Randbereich 
iiberbriickt die quer oder senkrecht zu diesem Randbe- 

25 reich verlaufenden SoUbruchlinien zwischen den Nut- 
zen oder deren gedachte Verlangerungen und die an 
einem der Randbereiche vorgesehene Metallflache zu- 
satzlich auch diejenige auBere Sollbruchlinie bzw. deren 
Verlangerung, die zwischen dem anderen Randbereich 

30 und angrenzenden Nutzen vorgesehen ist Die auBere 
Sollbruchlinie zwischen dem einen Randbereich und 
den angrenzenden Nutzen bzw. die gedachte Verlange- 
rung dieser Sollbruchlinie ist dabei durch keine zusatzli- 
che Metallflache uberbruckt Durch diese Ausgestal- 

35 tung ist ein gewiinschtes Zerbrechen des Mehrfach- 
Substrates in Einzelsubstrate bzw. in Einzel-Schaltkrei- 
se nur in einer bestimmten Reihenfolge moglich, und 
zwar derart, daB zunachst der eine Randbereich an der 
parallel zu diesem Randbereich verlaufenden auBeren 

40 Sollbruchlinie abgebrochen und im AnschluB daran der 
andere Randbereich an der parallel zu diesem Randbe- 
reich verlaufenden auBeren Sollbruchlinie abgebrochen 
werdea Erst dann ist eine Trennung der einzelnen Nut- 
zen durch Brechen moglich. 

45 Das Mehrfach-Substrat laBt sich im Behandlungs ver- 
fahren ohne weiteres so handhaben, daB ein Brechen an 
der parallel zu dem einen Randbereich verlaufenden 
auBeren Sollbruchlinie nicht eintreten kann, womit dann 
auch ein unerwiinschtes Brechen an anderen Sollbruch- 

50 linien ausgeschlossen ist 

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der 
Unteranspruche. 

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren 
an einem Ausfiihrungsbeispiel naher erlautert Es ze[- 

55 gen: 

Fig. 1 in vereinfachter Darstellung und in Draufsicht 
ein Mehrfach-Substrat gemaB der Erfindung; 

Fig. 2 einen Schnitt entsprechend der Linie I— I der 
Fig.l; 

60 Fig. 3— 5 in ahnlichen Darstellungen wie Fig. 1 weite- 
re, mogliche Ausfiihrungsformen des erfindungsgema- 
flen Mehrfach-Substrates. 

Das in den Fig. 1 und 2 dargestellte Mehrfach-Sub- 
strat besteht im wesentlichen aus einer Keramikschicht 

65 li die beispielsweise eine Aluminiumnitrid-Keramik 
oder eine Aluminiumoxid-Keramik ist und bei der dar- 
gestellten Ausfiihrungsform an beiden Oberflachensei- 
ten mit einer Vielzahl von Metallisierungen in Form von 
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rechteckformigen MetallHachen 2 versehen ist Diese chen 2 abgewandten Langsseite der MetaUnachen 6 an- 

Metallflachen 2, die aus Kupfer bestehen und jeweils geordnet sind, die Metallfiachen 5 und 6 aber nicht un- 

flachig mit der jeweiligen Oberflachenseite der Kara- mittelbar aneinander anschlieBen. sondern voneinander 

mikschichtlverbunden sind, besitzenbei der dargestell- beabstandet sind , ^ , . - 

ten Ausfuhrungsform jeweUs gleiche Form und Grafie 5 Die zwischen den Metallflachen 2 und den zusatzli- 

und sind jeweils rechteckformig ausgebildet Jeder Me- chen Metallflachen 5 verlaufenden Sollbruchhnien 3 

tallflache 2 an der einen Oberflachenseite der Keramik- werden von samtlichen Sollbruchlinien 4 und 4 ge- 

schichtl liegteineMetallflSche2anderanderenOber- schnitten. , , .m- l. ^ j 

flachenseite dieser Keramikschicht unmittelbar gegen- Mit Ausnahme der zwischen den MetaUflachen 2 und 

fiber. Die Metalinachen 2 an einer Oberflachenseite sind 10 den zusStzlichen Metalinachen 5 verlaufenden SoU- 

strukturiert, wie dies der einf acheren DarsteUung we- bruchlinien 3' enden die Sollbruchlinien 3 an den ?usatz- 

gen in der Fig. 1 lediglich fur eine der Metallflachen 2 lichen Metallflachen 6. In gleicher Weise enden samth- 

angedeutet isl SoUbnichJinien 4 und 4' an den zusatzlichen MetaU- 

Es versieht sich. daB die Metallflachen auch eine von flachen 5. 

der Rechteckform abweichende Form aufweisen und/ is Bei der bevorzugten Ausgestaltung dieser Ausfuh- 

oder die Metallflachen 2 an jeder Oberflachenseite der rungsform enden die Sollbruchlinien 4 und 4' an den 

Keramikschicht 1 oder aber an den beiden OberflSchen- auBeren Sollbruchlinien 3' und die Sollbruchlimen 3 an 

seiten dieser Keramikschicht unterschiedlich geformt den aufleren Sollbruchlinien 4'. 

seinkonnen. Grundsatzlich besteht die Moglichkeit, an beiden 

Die MetaUflachen, 2 sind an den beiden Oberflachen- 20 Oberflachenseiten der Keramikschicht 1 oder nur an 

seiten der Keramikschicht 1 in mehreren Reihen vorge- einer Oberflachenseite die zusatzlichen Metallflachen 5 

sehen, und zwar bei der dargestellten AusfOhrungsform und 6 vorzusehen. 

in insgesami drei Reihen Rl -R3, von den jede vier Die Metallflachen 2, 5 und 6 sind bevorzugt Flachen 

Metallflachen besitzt Die in den Reihen Rl - R3 auf ein- aus Kupfer. . ^ ^ ■ . , 

anderfolgenden MetaHflachen 2 sowie auch die Metall- 25 Das beschriebene Mehrfach-Substrat wird beispiels- 

flachen der benachbarten Reihen sind an beiden Ober- weise dadurch hergestellt, daB auf beiden Oberflachen- 

flachenseiten der Keramikschicht 1 jeweils voneinander seiten der Keramikschicht 1 einer diese Oberflachensei- 

beabsiandet, und zwar derart, daB die Mittellinienparal- ten vollstandig oder nahezu voUstandig abdeckende 

lei zu den Reihen Rl -R3 sowie senkrecht zu diesen Metallschicht aufgebracht wird, und zwar m Form einer 

zwischen benachbarten Metallflachen 2 an der einen 30 Metallfolie oder dunnen Metallplatte, die flachig nut der 

Oberflachenseite der Keramikschicht 1 deckungsgleich jeweiligen Oberflachenseite der Keramikschicht 1 ver- 

mit den entsprechenden Mittellinien an der anderen bunden wird, und zwar mittels des Direct-Bonding-Ver- 

Oberflachenseite dieser Keramikschicht liegen. fahrens. oder Aktiv-Lot-Verfahren, welche dem Fach- 

Entiang dieser Mittellinie ist die Keramikschicht an mann aus der Literatur bekannt sind und welche bei 

beiden Oberflachenseiten mit Sollbruchlinien 3 (parallel 35 Verwendung von Folien oder dunnen Flatten aus Kup- 

zu den Reihen R1-R3) sowie mit Sollbruchlinien 4 fer auch ais DCB-Verfahren (Direct-Copper-Bondmg- 

(senkrecht zu den Reihen Rl -R3) versehen. Durch die Verfahren) oder als AMB (Active-Metal- Brazing-Ver- 

Sollbruchlinien 3 und 4 und weitere Sollbruchlinien 3' fahren) bezeichnet werden, 

und 4' ist die Keramikschicht 1 in eine Vielzahl von Durch eine anschliefiende Vorstruktunening der 

Nutzen t'unterteilt 40 durchgehenden Metallschichten auf den beiden Ober- 

Am Rand der bei der dargestellten AusfOhrungsform flachenseiten der Keramikschicht 1 werden dann die 

rechteckformigen Keramikschicht 1 weist diese an einer einzelnen Metallflachen 2, 5 und 6 erzeugt Diese Struk- 

Oberflachenseite zusatzliche Metallisierungen in Form turierung kann mittels verschiedenster Verfahren erfol- 

von streifenformigen Metallflachen 5 und 6 auf. von gen, beispielsweise durch Atzen und/oder durch mecha- 

denen die Metallflachen 6 jeweils entlang eines parallel 45 nische Verfahren. Nach der Struktunerung, d h. nach 

zu den Sollbruchlinien 4 und 4' verlaufenden Randberei- der Bildung der Metallfiachen 2, 5 und 6 erfolgt mit 

ches 1"' der Keramikschicht 1 und die Metallflachen 5 geeignetenTechnikendasEinbrmgenderSollbruchstel- 

an dem parallel zu den Reihen Rl - R3 bzw. Sollbruchli- len bzw. SoUbruchlinien 3, 4, 3' und 4', beispielsweise 

nien 3 und 3' verlaufenden Randbereich 1" vorgesehen durch Laser-Behandlung oder mechamsche Verfahren, 

sind. Zwischen diesen zusatzlichen langgestreckten Me- 50 wie Ritzen usw. . , ^ 

tallisierungen 5 und 6 und den benachbarten MetaUfla- Es ist auch moglich, die SoUbnicWmien 3, 4, 3 und/ 

chen 2 bzw. Nutzen t' sind an beiden Oberflachenseiten oder 4' vor der Metallbeschichtung aufzubrmgen. 

der Keramikschicht 1 die Sollbruchlinien 3' bzw. 4' vor- Durch die nachfolgende Strukturierung vonugsweise 

gesehea Es versteht sich, daB die Sollbruchlinien 3 und 4 durch Maskieren und Atzen werden die Sollbruchlmien 

bzw. 3' und 4' an den beiden Oberflachenseiten der Ke- 55 dann wahrend des Atzens freigelegt 

ramikschicht 1 derart vorgesehen sind, daB jeweils einer Weiterhm ist es auch moglich, bereits struktunerte 

SoUbriichlinie 3 oder 4 bzw. 3' oder 4' an einer Oberfla- Metallflachen mit der Keramik durch das DCB-Verfah- 

chenseite eine entsprechende SoUbnichlinie 3 oder 4 ren oder durch das AMB-Verfahren zu verbmden. wo- 

bzw 3' Oder 4' an der anderen Oberflachenseite unmit- bei die SoUbruchlinien 3, 4, 3' und/oder 4' entweder vor 

telbargegenQberliegt 60 oder nach dem Verbinden der MetaUflachen . erzeugt 

Bei der dargesteUten Ausfuhrungsform sind die zu- werden. 

satzlichen MetaUflachen so dimensioniert und angeord- In der beschriebenen, vorstruktunerten Form wird 

net, daB die zwischen den Metallflachen 2 und den Me- das Mehrfach-Substrat vom SubstrathersteUer an den 

tallflachen 5 vorgesehenen SoUbruchlinien 3' bis an den Verwender geliefert, der dann dieses Substrat als Mehr- 

Rand der Keramikschicht 1 reichen, und zwar dadurch, 65 fachnutzen bei der Herstellung von elektnschen Schalt- 

daB die MetaUflachen 5 zwar jeweUs mit ihren schmale- kreisen, insbesondere Uistungsschaltkreisen verarbei- 

ren Seiten bzw. Enden auf einer gemeinsamen,gedach- tet, beispielsweise maschineU nut den erforderlichen 

ten Linie mit der auBenliegenden, d. h. den MetaUfla- Bauteilen bestiickt Erst nach diesen Bestucken und ge- 
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gebenenfalls nach einer Priifung der hergesteUten 
SchaJtkreise wird der Mehrfachnutzen in die einzelnen 
Schaltkreise zertrennt, und zwar durch Brechen der Ke- 
ramikschicht 1 entlang der Sollbruchlinien 3, 4, 3' und 4'. 
Durch die zusatzlichen Metallflachen 5 und 6 ist ein 
unerwunschtes Brechen des Mehrfach-Substrates bzw. 
Mehrfachnutzens im Verfahren wirksam verhindert 
Dadurch, daB die zwischen den Metallflachen 2 und den 
zusatzlichen Metallflachen 5 verlaufenden Sollbruchli- 
nien 3' bis an den Rand der Keramikschicht 1 reichen ist 
einTrennen des Mehrfachnutzens in verschiedenen Ein- 
zelsubstrate bzw. Schaltkreise moglich. ohne dafl ein 
Durchtrennen einer der zusatzlichen Metallflachen 5 
und 6 notwendig ist, d. h. beim Trennen des Mehrfach- 
nutzens in Einzelnutzen oder Einzelsubstrate bzw. in die 
, einzelnen Schaltkreise erfolgt das Brechen zunachst an 
den aufleren, den Metallflachen 5 benachbarten Soll- 
bruchlinien 3' und anschlieflend an den auBeren, den 
Metallflachen 6 benachbarten Sollbruchlinien 4', womit 
dann der diese zusatzlichen Metallflachen 5 und 6 auf- 
weisende Rand entfernt ist und der verbleibende Teil 
des Mehrfach-Substrates dann ohne Probleme an den 
Sollbruchlinien 3 und 4 durch Brechen getrennt werden 
kann. 

Obwohl die Sollbruchlinien 3' bis an den Rand der 
Keramikschicht 1 reichen, besteht nicht die Gefahr, dafl 
das Mehrfach-Substrat in unerwunschter Weise wah- 
rend des Verfahrens entlang dieser auBeren Sollbruchli- 
nien 3' bricht. da insbesondere dann, wenn das Mehr- 
fach-Substrat im Verfahren beim Handling stets an zwei 
gegenuberliegenden Seitenrandern erfaBt wird. keine 
Biegekraf te auftreten, die ein Brechen des Substrates an 
den auBenliegenden Sollbruchlinien 3' bewirken konn- 
ten. Grundsatzlich ist es aber auch moglich, das Hand- 
ling des Mehrfach-Substrates im Verfahren derart vor- 
zusehen, daB dieses Substrat stets nur an den die Metall- 
flachen 6 aufweisenden Randbereichen 1"' gefaflt wird 

Die Metallflachen 5 und 6 konnen auch mit einer eine 
ICodierung bildende Strukturierung, beispielsweise mit 
eine Kodierimg bildenden Ausnehmungen 7 versehen 
seia Diese Automaten lesbare Kodierung kann dann 
Informationen uber die Art der herzustellenden Schalt- 
kreise enthalten und damit zur Steuerung und/oder 
Oberwachung des Fertigungsprozesses dienen, oder 
aber dazu verwendet werden, urn eine vorgegebene 
Orientierung des Mehrfach-Substrates in einer Verar- 
beitungseinrichtung sicher zu stellen. 

Die Fig. 3 zeigt als weitere mdgliche Ausfuhnings- 
form der Erfindung ein Mehrfach-Substrat, welches 
wiederum aus der Keramikschicht, aus den in dieser 
Figur nicht dargestellten, auf der Keramikschicht 1 vor- 
gesehenen Metallflachen sowie aus den zusatzlichen 
Metallflachen 5 und 6 besteht Die Keramikschicht 1 ist 
wiederum mit den rechtwinkiig zueinander verlaufen- 
den Sollbruchlinien 3, 4, 3' und 4' versehen. Weiterhin 
sind in die Keramikschicht 1 bei diesem Mehrfach-Sub- 
strat kurze geradlinige Sollbruchlinien 8 vorgesehen. 
von denen jede mit einem Ende an einer Sollbruchlinie 3 
oder 3' und mit ihrem anderen Ende an einer Sollbruch- 
linie 4 bzw. 4' endet und mit diesen Sollbruchlinien einen 
Winkel kleiner als 90** einschlieBt, der sich zu dem 
Schnittpunkt der zugehorigen Sollbruchlinien 3, 3', 4 
oder 4' hin offnet, derart, daB der jeweilige. von den 
Sollbruchlinien definierte Nutzen la die Form eines 
Quadrates oder Rechteckes mit abgeschragten Ecken 
aufweist 

Das Trennen des Mehrfach-Substrates der Fig. 3 in 
die Einzelnutzen la erfolgt in der gleichen Weise, wie 



dies vorstehend fur das Substrat nach Fig. 1 beschrie- 
ben wurde, lediglich mit dem Unterschied, daB am 
Schlufl noch das Brechen entlang der SoUbruchlinien 8 
erfolgt Die dabei anfallenden Reste 9 werden wegge- 
5 worfen. 

Fig. 4 zeigt ein Mehrfach-Substrat, bei dem lediglich 
die Sollbruchlinien 3', 4 und 4' geradlinig verlaufen, an- 
stelle der Sollbruchlinien 3 zick-zack-formige Soll- 
bruchlinien 3a vorgesehen sind, deren Wendepunkt je- 
10 weils auf einer Sollbruchlinie 4 liegt, so daB diese Soll- 
bruchlinien 3a in Verbindung mit den Sollbruchlinien 4 
parallelogrammformige Nutzen lb definieren. Ebenso 
wie das Substrat der Fig. 3 weist auch das Mehrfach- 
Substrat der Fig. 4 wiederum die zusatzlichen Metallfla- 

15 chen 5 und 6 auf. Das Zertrennen des Mehrfach-Sub- 
strates in die Einzelnutzen lb erfolgt wiederum durch 
Brechen in der Weise, wie dies fur das Mehrfach-Sub- 
strat der Fig. 1 beschrieben wurde, wobei allerdings 
nach dem Abtrennen der Randbereiche 1" und 1"' zu- 

20 nachst ein Brechen an den Sollbruchlinien 4 erfolgt, so 
daB als Zwischenprodukt mehrere Streifen erhalten 
werden, die dann an den Sollbruchlinien 3a gebrochen 
werden konnea Die zwischen den auBeren Sollbruchli- 
nien 3' bzw. zwischen den Randbereichen 1" und be- 

25 nachbarten Nutzen lb anfallenden dreieckformigen Re- 
ste 10 sind Abfall imd werden wegge worfen. 

Die Fig. 5 zeigt als weitere mogliche Ausfuhrungs- 
form schlieBlich ein Mehrfach-Substrat, welches dem 
Mehrfachsubstrat der Fig. 3 sehr ahnlich ist, sich von 

30 diesem aber dadurch unterscheidet, daB anstelle der 
kurzen, geradlinigen Sollbruchlinien 8 kreisbogenformi- 
ge Sollbruchlinien 11 vorgesehen sind, und zwar zusatz- 
lich zu den Sollbruchlinien 3, 4, 3' und 4' Bei der in der 
Fig. 5 dargestellten AusfQhrungsform erganzen sich je- 

35 wells vier Sollbruchlinien 1 1 zu einem Kreis, der von den 
Sollbruchlinien 3' und 3 sowie von zwei Sollbruchlinien 
4 Oder den Sollbruchlinien 4' umschlossen ist Jeder Ein- 
zelnutzen ist bei dieser Ausfuhrungsform in etwa kreis- 
scheibenformig ausgebildet 

40 Die Erfindung wurde voranstehend an Ausfuhrungs- 
beispielen beschriebea Es versteht sich, daB zahlreiche 
Anderungen sowie Abwandlungen moglich sind, ohne 
daB dadurch der der Erfindung zugrundeiiegende Erfin- 
dungsgedanke verlassen wird. So ist es beispielsweise 

45 moglich, die Sollbruchlinien 3, 3a, 4, 3' und/oder 4' nur an 
einer Oberflachenseite der Keramikschicht 1 vorzuse- 
hea Weiterhin ist es auch moglich, die zusatzlichen Me- 
tallflachen 5 und 6 an beiden Oberflachenseiten der Ke- 
ramikschicht 1 vorziisehea 

50 



Bezugszeichenliste 

1 Keramikschicht 
r, la, Nutzen 

55 lb, Ic Nutzen 
l"l"'Randbereich 

2 Metallflache 
3,4Sollbruchlbie 
3', 4' Sollbruchlinie 

60 5, 6 zusatzliche Metallflache 

7 Ausnehmung 

SSoUbruchlinie 

9. 10 Rest 

11 Sollbruchlinie 
65 Rl — R3Reihen 
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Patentanspruche 

1. Mehrfach-Substrat mit einer Keramikschicht (1), 
die wenigstens zwei aneinander anschlieBende und 
einstuckig miteinander verbundene Nutzen (1', ta, 5 
lb, Ic) bildet, weiche jeweils an wenigstens einer 
Oberflachenseite der Keramikschicht (1) mit we- 
nigstens einer Metallisierung oder Metallflache (2) 
versehen sind, dadurch gekennzeichnet, daB die 
wenigstens zwei Nutzen (!', la. lb, Ic) uber wenig- 10 
stens eine in der Keramikschicht (1) vorgesehenen 
Sollbruchlinie (3, 4) aneinander anschiieSen, daB an 
wenigstens einen Randbereich (1", V") der Kera- 
mikschicht auflerhalb der Nutzen (1', la, lb, Ic) an 
wenigstens einer Oberflachenseite dieser Keramik- 15 
schicht eine zusatzliche Metallflache (5, 6) vorgese- 
hen ist, die zumindest die Sollbruchlinien (3, 3a, 4) 
zwischen den Nutzen (1', la, lb, Ic) oder deren 
gedachte Verlangerungen uberbriickt, und daB in 
der Keramikschicht (1) zwischen dieser wenigstens 20 
einen zusatzlichen Metallflache (5, 6) und dem iibri- 
gen Teil der Keramikschicht (1) oder benachbarten 
Nutzen (r, la, lb. Ic) eine auBere, weitere und den 
Randbereich (1", V") definierende Sollbruchlinie 
(3', 4') vorgesehen ist 25 
2 Mehrfach-Substrat nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die wenigstens eine Sollbruchli- 
nie (3, 3a, 4) zwischen den Nutzen (!', la, lb, Ic) bis 
an die wenigstens eine auflere Sollbruchlinie (3', 4') 
reichioderdieseschneidet 30 

3. Mehrfach-Substrat nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB sich die Sollbruchlinie 
(3, 3a, 4) zwischen zwei Nutzen (r, la, lb, Ic) in 
einer, in der Ebene der Keramikschicht (1) liegen- 
den Achsrichtung (Y-Achse, X-Achse) erstreckt, 35 
die mit einer ebenfalls in der Ebene der Keramik- 
schicht (1) liegenden Achsrichtung (X-Achse, 
Y-Achse), in der diese Nutzen aneinander anschlie- 
Ben, einen Winkel einschlieBt 

4. Mehrfach-Substrat nach Anspruch 3, dadurch ge- 40 
kennzeichnet, daB die Achsrichtungen (X-Achse, 
Y-Achse) einen Winkel von 90" miteinander ein- 
schlieBen. 

5. Mehrfach-Substrat nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Achsrichtungen pC-Achse, 45 
Y-Achse) einen Winkel kleiner als 90* miteinander 
einschlieBen. 

6. Mehrfach-Substrat nach einem der Anspriiche 
1—5, dadurch gekennzeichnet, daB die Nutzen (1', 
la, lb, Ic) In wenigstens zwei einander benachbar- 50 
ten Reihen (R1-R3) auf der Keramikschicht (1) 
vorgesehen sind, daB jede Reihe jeweils wenigstens 
zwei in Richtung der Reihe aneinander anschlie- 
Bende Nutzen (1', la, lb, Ic) aufweist, und daB so- 
wohl zwischen den Nutzen {!', la, lb, Ic) in den 55 
Reihen (Rl - R3), als auch zwischen den Nutzen (1', 
la, lb, Ic) benachbarter Reihen (R1-R3) Soll- 
bruchlinien (3, 4) vorgesehen sind, die bzw. deren 
Verlangerungen durch wenigstens jeweils eine zu- 
satzliche Metallflache (5, 6) Oberbrdckt sind. eo 

7. Mehrfach-Substrat nach einem der Anspriiche 
3-4, dadurch gekennzeichnet, daB an wenigstens 
zwei einen Winkel miteinander einschlieBenden 
Randbereichen(l", T") jeweils wenigstens eine zu- 
satzliche Metallflache (5, 6) vorgesehen ist, von de- 65 
nen die Metallflache (5) an einem ersten Randbe- 
reich (1") die sich in einer ersten Achsrichtung 
(X-Achse) erstreckenden Sollbruchlinien (4) zwi- 
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schen den Nutzen (r, la. lb. Ic) oder deren gedach- 
te Verlangerungen Uberbrttckt und von denen die 
Metallflache (5) am einem zweiten Randbereich 
(V") die sich in einer zweiten Achsrichtung (Y-Ach- 
se) erstreckenden Sollbruchlinien (3, 3a) zwischen 
den Nutzen (!', la, lb, Ic) oder deren Verlangerun- 
gen uberbruckt, und daB jeder Randbereich (1", 
1'") durch eine aufiere Sollbruchlinie (3', 4') defi- 
niertist. 

8. Mehrfach-Substrat nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB zumindest eine auBere Soll- 
bruchlinie (3') Oder deren gedachte Verlangerung 
von den zusatzlichen, auBeren Metallflachen (5, 6) 
nicht uberbruckt ist 

9. Mehrfach-Substrat nach Anspruch 7 oder 8, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die wenigstens zwei 
Randbereiche (1", V") rechtwinklig aneinander an- 
schiieBen. 

10. Mehrfach-Substrat nach einem der Anspriiche 
7-9, dadurch gekennzeichnet, daB diejenige auBe- 
re Sollbruchlinie (3'), die den ersten Randbereich 
(1") defmiert, bzw. die gedachte Verlangerung die- 
ser auBeren Sollbruchlinie (3') durch die zusatzli- 
chen Metallflachen (5', 6') nicht uberbruckt ist, und 
daB die am dem ersten Randbereich (1") vorgese- 
hene wenigstens eine zusatzliche Metallflache (5) 
die den zweiten Randbereich (1'") definierende au- 
Bere Sollbruchlinie (4') oder deren gedachte Ver- 
langerung uberbruckt 

11. Mehrfach-Substrat nach einem der Anspruche 
7—10, dadurch gekennzeichnet daB die Keramik- 
schicht (1) vier winklig aneinander anschlieBende 
Randbereiche (1". 1"/) bildet und daB von diesen 
Randbereichen zwei einander gegenilberliegende 
Randbereiche jeweils erste Randbereiche (1") oder 
zweite Randbereiche (!'") sind 

12. Mehrfach-Substrat nach einem der Anspruche 
1—11, dadurch gekennzeichnet daB die Keramik- 
schicht (1) zur Bildung der Sollbruchlinien (3, 4, 3', 
4') an wenigstens einer Oberflachenseite geritzt 
Oder mit nutenformigen Vertiefungen versehen ist 

13. Mehrfach-Substrat nach einem der Anspriiche 
13-12, dadurch gekennzeichnet daB die Metallisie- 
rungen Metallflachen (2) sind. die mit ihren Randli- 
nien parallel zu den Sollbruchlmien (3, 4, 3', 4') ver- 
laufen, vorzugsweise rechteckf ormige oder quadra- 
tische Metallflachen (2) sind 

14. Mehrfach-Substrat nach einem der Anspruche 
1-13, dadurch gekennzeichnet daB an den Nutzen 
(r) an beiden Oberflachenseiten der Keramik- 
schicht (1) jeweils wenigstens eine Metallisierung 
oder Metallflache (2) vorgesehen ist 

15. Mehrfach-Substrat nach einem der Anspriiche 
1 - 14, dadurch gekennzeichnet daB an dem jewei- 
ligen Randbereich (1", 1'") eine durchgehende. die 
senkrecht oder quer zu diesem Randbereich sich 
erstreckenden Sollbruchlinien (3, 3a, 4, 3', 4') oder 
deren gedachte Verlangerungen Qberbriickende 
Metallflache (5, 6) vorgesehen ist 

16. Mehrfach-Substrat nach einem der Anspruche 
1 — 15, dadurch gekennzeichnet daB an dem Rand- 
bereich (1", 1'") an beiden Oberflachenseiten der 
Keramikschicht (1) jeweils eine zusatzliche Metall- 
flache (5, 6) vorgesehen ist 

17. Mehrfach-Substrat nach einem der Anspriiche 
1 — 16. dadurch gekennzeichnet daB die die Metalli- 
sierungen bildenden Metallflachen (2) sowie die zu- 
satzlichen Metallflachen (5, 6) durch das Direct- 
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Bonding- oder Activ-Lot-Verfahren flachig mit der 
Keramikschicht (1) verbunden sind. 

18. Verfahren zum Herstellen eines Mehrfach-Sub- 
strates nach einem der Anspruche 1 — 13, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Keramikschicht (1) an 5 
wenigstens einer Oberflachenseite mit einer Me- 
tallschicht versehen wird, und daB dann durch einen 
StrukturierungsprozeB aus dieser Metallschicht die 
Metallisierungen bzw. Metallflachen (2) sowie die 
wenigstens eine, an mindestens einem Randbereich 10 
(1", 1'") vorgesehene zusatzliche Metallflache (5, 6) 
gebildet werden. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB nach AbschluB der Strukturierung 
vorzugsweise durch eine mechanische Behandlung, 15 
beispielsweise durch Ritzen, oder durch eine Laser- 
Behandlung die Sollbruchlinien (3, 3a, 4, 3', 4') er- 
zeugt werden. 

20. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB vor der Strukturierung vorzugsweise 20 
durch eine mechanische Behandlung, beispielswei- 
se durch Ritzen, oder durch eine Laser-Behandlung 
die Sollbruchlinien (3, 3a, 4, 3', 4') erzeugt werden. 

21. Verfahren nach einem der Ansprttche 18—20, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Strukturierung 25 
durch Atztechnik und/oder durch mechanische Be- 
handlung erfolgt 

22. Verfahren nach einem der Anspruche 18—21, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Aufbringen der 
Metallschicht auf die Keramikschicht (1) durch fia- 30 
chiges Verbinden einer Metallfolie oder dunnen 
Metallplatte mit der Keramikschicht mittels des Di- 
rect-Bondig- oder Activ-Lot-Verf ahrens erfolgt. 

23. Verfahren nach einem der Anspruche 14—17, 
dadurch gekennzeichnet, daB vor der Strukturie- 35 
rung beide Oberflachenseiten der Keramikschicht 
(1) mit einer Metallschicht versehen werden. 
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